
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　
　
　

　

　
　
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、絶縁ケースの外部に導出される外部導出端子の位置決め構造を備えた複合半
導体装置 製造方法に関するものである。
【０００２】
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導体層が形成された絶縁基板を放熱板上に半田固着する工程と、
前記導体層上に半導体ペレットを半田固着する工程と、
前記導体層上に外部導出端子を半田固着する工程と、
両端が開口した絶縁ケースの下端部と前記放熱板の外周部とを接着剤によって固着する

工程とを含む複合半導体装置の製造方法において、
前記外部導出端子に形成された係止部によって前記外部導出端子を前記絶縁ケースに対

して仮止めし、次いで、
前記絶縁ケースを前記放熱板上に載置し、次いで、
前記導体層と前記外部導出端子の下端とを半田固着し、次いで、
前記絶縁ケースの下端部の内周面と前記放熱板の外周部の側面とによって画定される接

着剤溜り用溝内に接着剤を充填することにより、前記絶縁ケースと前記放熱板とを固着す
ることを特徴とする複合半導体装置の製造方法。

の



【従来の技術】
この種の複合半導体装置の構造を図６乃至図９を参照して説明する。
まず、図６において、銅などからなる放熱板１上に、両面に導体層が形成されたセラミッ
ク等の絶縁基板２が半田固着されている。この絶縁基板２上には半導体ペレット３、外部
導出端子４などの回路構成部品が半田固着されている。　なお、これらの回路構成部品を
半田固着する場合には図示を省略した位置決め治具を用いている。
【０００３】
次に、図７に示すように放熱板１の外周部に接着剤５を塗布する。
次いで、図８に示すように両端開口の絶縁ケース６を用意し、該絶縁ケース６の下端面を
、接着剤５を塗布した放熱板１の外周部に当接して接着する。
次に、該絶縁ケース６内に樹脂７を充填して硬化させた後、蓋体８を絶縁ケース６の一方
の開口端に被せて目的とする複合半導体装置９を完成する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の複合半導体装置は概略上記のように構成されているので、次のような解決すべき
課題があった。接着剤５を放熱板１の外周部上面に塗布し、絶縁ケース６を接着している
ので、該絶縁ケース６に外部導出端子４の係止部を設け、 端子４の位置決め治具
を兼用させて半田付けするということができない。すなわち、接着剤５は一般に半田付け
温度に耐えられないために、放熱板１への各回路構成部品の半田付け工程と絶縁ケース６
の該放熱板１への接着工程とを別工程として行う必要があった。このため、作業工数が削
減できず、複合半導体装置の製造コストの低減に十分寄与できなかった。
【０００５】
【発明の目的】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、外部導出端子の半田付
けの際に絶縁ケースを該外部導出端子の位置決め治具としても兼用でき、作業工数の減少
により十分製造コストの低減に寄与し得る複合半導体装置 製造方法を提供することを目
的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　

　
　
　

　

　
　
　

【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図１乃至図４を参照して説明する。
図１は絶縁ケースの平面図、図２はその正面図である。
本発明の複合半導体装置の１つの特徴は、絶縁ケース１６自体に外部導出端子４を仮止め
するための係止部を設けたことである。この係止部は、本実施例では外部導出端子挿入孔
１７内に実現されている。
【０００８】
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請求項１に記載の発明によれば、導体層が形成された絶縁基板を放熱板上に半田固着す
る工程と、

前記導体層上に半導体ペレットを半田固着する工程と、
前記導体層上に外部導出端子を半田固着する工程と、
両端が開口した絶縁ケースの下端部と前記放熱板の外周部とを接着剤によって固着する

工程とを含む複合半導体装置の製造方法において、
前記外部導出端子に形成された係止部によって前記外部導出端子を前記絶縁ケースに対

して仮止めし、次いで、
前記絶縁ケースを前記放熱板上に載置し、次いで、
前記導体層と前記外部導出端子の下端とを半田固着し、次いで、
前記絶縁ケースの下端部の内周面と前記放熱板の外周部の側面とによって画定される接

着剤溜り用溝内に接着剤を充填することにより、前記絶縁ケースと前記放熱板とを固着す
ることを特徴とする複合半導体装置の製造方法が提供される。



　すなわち、図３に示すように、外部導出端子挿入孔１７はその一部が相対的に口の広い
幅広の角穴１７ａとなっており、小径の角穴１７ｂとの連通部に形成される段部１８に外
部導出端子４の係止部４ａを係止させることで、 導出端子４の仮止めができるように
してある。なお、実際に係止させる手順としては、図３における下方の角穴１７ｂ側から
外部導出端子４を挿入し、係止部４ａの位置では外側に広がろうとするばね力に抗してさ
らに挿入することにより、角穴１７ｂを通過した段階で該係止部４ａが幅広の角穴１７ａ
内で広がり、段部１８と角穴１７ａの内壁により規制されて仮止めがなされる。
【０００９】
上記の外部導出端子４の下端は絶縁基板２の所定の位置に位置決めしなければならないが
、この位置決め手段として図２に示すように絶縁ケース１６の上部から下方に向かって突
出する位置決めピン１９が設けられている。この位置決めピン１９は、その先端部１９ａ
を図２では図示を省略した放熱板の表面に設けた小孔に挿入することにより位置決めがな
される構成となっている。
【００１０】
　次に、本発明の第２の特徴は、図２に示すように絶縁ケース１６の一方の開口部外周に
沿って傾斜溝部２０を設けたことである。この傾斜溝部２０を設けることにより、次の製
造方法の説明で詳細が明らかになるように、該傾斜溝部２０に接着剤を塗布して放熱板
と絶縁ケース１６との固着が可能となる。
【００１１】
　 に上記のように構成 複合半導体装置の製造方法について説明する。図４におい
て、放熱板１の所定位置に外部導出端子４を半田固着するに当たり、絶縁ケース１６の外
部導出端子挿入孔１７に外部導出端子４を挿入し、係止部４ａにより仮止めをする。
【００１２】
　次いで、上記外部導出端子４を仮止めした絶縁ケース１６の全体を放熱板１上に載置す
る。この際に、前記のように絶縁ケース１６に設けた位置決めピン１９（図２参照）の先
端部１９ａを放熱板 の小孔 に挿入することで位置決めがなされる。上記の
状態で加熱し、予め外部導出端子４の下端に塗布した半田を溶融させ、半田固着させる。
【００１３】
次に、図５に示すように、絶縁ケース１６全体を反転させ、該絶縁ケース１６の傾斜溝部
２０に接着剤塗布ノズル２１等により接着剤５を充填・硬化させる。その後の工程は従来
通りの工程を経て目的とする複合半導体装置を完成させる。
【００１４】
【発明の効果】
　本発明は以上のように、絶縁ケースと放熱板とを固定するための接着剤を放熱板の裏面
側から塗布できるようにしたので、絶縁ケースと放熱板とを嵌合させた後においても接着
作業が可能となる。このため、絶縁ケースを半田の溶融温度まで加熱することが許容され
、該絶縁ケース自体を外部導出端子の仮止め乃至位置決め治具として兼用 ることができ
る。以上の結果、従来のように手作業による接着剤塗布及び絶縁ケースの接着作業を経る
ことなく、自動機による接着剤塗布工程により絶縁ケースを放熱板に固定することができ
、作業工数の減少によりこの種の複合半導体装置の製造原価を低減し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の複合半導体装置に使用する絶縁ケースの平面図である。
【図２】上記絶縁ケースの正面図である。
【図３】上記絶縁ケースに設けた外部導出端子挿入孔を拡大して示した断面図である。
【図４】上記絶縁ケースを使用して外部導出端子を仮止めした状態の一部を切り欠いた断
面図である。
【図５】本発明における接着剤塗布工程を説明するための断面図である。
【図６】従来の複合半導体装置の製造工程を示し、回路構成部品を放熱板に固着させた状
態の説明図である。
【図７】同じく従来の製造工程を示し、放熱板に絶縁ケースを接着させるために、放熱板
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１

次 された

１ （図示せず）

す



の外周部に接着剤を塗布した状態の説明図である。
【図８】同じく従来の製造工程を示し、放熱板に絶縁ケースを接着させて所定の処理工程
を経て完成させた複合半導体装置の断面図である。
【符号の説明】
１　　放熱板
２　　絶縁基板
３　　半導体ペレット
４　　外部導出端子
４ａ　係止部
５　　接着剤
８　　蓋体
１６　　絶縁ケース
１７　　外部導出端子挿入孔
１７ａ　角穴
１７ｂ　角穴
１８　　段部
１９　　位置決めピン
２０　　傾斜溝部
２１　　接着剤塗布ノズル
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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